
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２個の加工部材（４，５）の隣接接触面（７）が溶融し 続く加圧下での冷却の間に結
合するようにレーザー光線（２）を 物質よりなるレーザー源（１）に面する上部
加工部材（４）と レーザー光線（２）を吸収する物質よりなる第２の加工部材（５）と
、接触面（７）の特定の加熱区域（６）で加工部材を結合するようにレーザー源（１）と
結合される加工部材（４，５）との間で配設されるレーザー不透過性物質よりなるマスク
（３）と、適用されるレーザー光線（２）の波長よりも大きい前記マスクの構造（９）と
、カーテン状レーザー光線が形成されレーザー線（８）が接触面（７）で生じるように接
触面（７）に設定されるレーザー源（１）とを持ち またレーザー光線（２）としてマス
ク（３）はお互いに関連して移動するプラスチックあるいはプラスチックと他の物質で作
られた各種の加工部材（４，５）を接合する一つの方法であって、ここで加熱区域（６）
で高エネルギー密度を発生するために、少なくとも２個のダイオードレーザー（１´－１
″″）のレーザー光線が集束され 続いて異なったレーザーライン長（８）がズーム光学
装置（１２）により発生されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　マスク（３）の表面に垂直に配設された第１レーザー光線（２´）が 第１レーザー光
線（２´）に垂直に配設された少なくとも１個の第２レーザー光線（２´－２″″）によ
り接合され そのような接合あるいは混合が各２次レーザー光線 ビームスプリッタ
ー（１０－１０´″）を経由して起こり また発生レーザー光線（２）が加熱区域に向け
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られることを特徴とする請求項 載の方法。
【請求項３】
　異なった波長あるいは同一波長の何れかのレーザー光線であるが異なった偏光が使用さ
れることを特徴とする請求項 記載の方法。
【請求項４】
　いくつかのレーザー光線（２´－２´″）がレンズ（１５）により加熱区域（６）に対
しお互いに平行に焦点を合わせられることを特徴とする請求項 載の方法。
【請求項５】
　レーザー源（１）と加工部材（４，５）の間に配設された 射に不透過である物質から
作られたマスク（３）と、前記マスク（３）から移動された構造（９）と、前記構造（９
）を経由してマスク（３）の下部に配設された加工部材（４，５）の選択的加熱区域（６
）まで通過するレーザー 射と、照射により加熱されかくして加工部材（４，５）の接合
あるいは分離に導くすべての加熱区域（６）と、１個もしくはいくつかのレーザー光線と
加工部材（４，５）の間で起こる相対運動とを持つレーザー光線（２）による少なくとも
２個の加工部材（４，５）の選択的加熱のための一つの装置であって、ここでレーザー光
線を収束するレーザー光線 装置の接触面（７）で高エネルギー密度を発生する少なく
とも２個のダイオードレーザー（１´－１″″）と、同じく異なったレーザーライン長（
８）を発生するための隣接ズーム光学装置と を特徴とする装置。
【請求項６】
　マスク（３）の表面に垂直にレーザー光線（２´）を発生する第１ダイオードレーザー
（１´）と、第１レーザー光線に垂直に衝突するレーザー光線（２″－２″″）を発生す
る第１ダイオードレーザー（１´）に垂直な少なくともも一つのダイオードレーザー（１
″－１″″）と、ビームスプリッター（１０－１０″´）と更にレーザー光線 装置と

を特徴とする請求項 記載の装置。
【請求項７】
　いくつかのダイオードレーザー（１４´－１４´″）がお互いに平行に配設され ま

ーザー光線 装置同時にズーム光学装置として収束レンズ（１５）が光線経路に配設
され、前記収束レンズ（１５）がレーザー光線（２´－２″）を接触面（７）に焦点を集
めることを特徴とする請求項 記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、レーザー光線により少なくとも２個の素子を加熱して素子を接合あるいは
分離する方法に関する。
【０００２】
　この発明は、特にレーザー光線に透過性である物質よりなるレーザー源に面した上部加
工部材と、レーザー光線を吸収する物質よりなる第２加工部材とを持ち、そのため２個の
加工部材の隣接接触面は溶融し 続く加圧下での冷却期間にお互いに接続し、また接触面
の特定の接合区域で加工部材を接続するように接続される加工部材とレーザー源との間に
配設されるマスクと、適用されるレーザー光線の波長よりも大きい前記マスクの構造と、
カーテン状レーザー光線が形成されレーザー線長が接触面で生じ、またレーザー光線とマ
スクがお互いに関連して移動するように接触面に固設されたレーザー源とを持ち、プラス
チックあるいはプラスチックと他の物質で作られた各種の加工部品を接合するレーザー接
合方法に関する。この発明はまたこの方法を実行するための装置にも関する。
【０００３】
【従来の技術】
　この方法は出願中の欧州特許出願番号９９１０１８１６．９に記載されている。微小構
造成分のマスクを接合するこの方法は レーザー光線と接合される成分の非常に高い移動
速度を必要とする。必要とされる溶融温度を達成するためには、同じくレーザー照射の非
常に高いエネルギー密度を必要とする。しかし現在利用できる半導体レーザーのレーザー
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ダイオードシリーズは最大で６０－８０Ｗの出力を達成するに過ぎない。しかし出力がＫ
Ｗ範囲にあり、そのレーザー光線が適切な光学配列によりレーザー線長を形成することが
できるダイオードスタックが存在する。有利なことには、できるだけ投影を正確に達成す
るために、とりわけ小さい構造の場合にそうであるように、また不必要な陰影効果を排除
するために、レーザー光線は接触面の接合区域に垂直になるように指向される。ダイオー
ドスタックの形状でこのようなレーザーが設計されるために、レーザー光線はマスクに斜
めに衝突する。生成する不正確さのために、このような角はマスク接合法にとっては許容
されるものではない。
【０００４】
　例えば表面実装装置（ＳＭＤ）半導体成分を担体に配置しあるいは取り除くために、こ
れも出願中である欧州特許出願番号９９１２１０３１．１は プリント回路基板上あるい
は基板内での配線経路で レーザー光線によるそのような成分を加熱する方法を記載する
。接続はろうで、あるいはろうの使用なしで接合される部分のそれぞれの加熱（所謂微小
接合）のみにより行うことができる。この方法によれば、レーザー光線に不透過性である
物質で作られたマスクが 前記マスクから除去される接合されるべき区域でレーザー源と
成分の間に配設される。すべての加熱区域は次いで１個もしくは数個のレーザー光線によ
り個別にあるいは同時に照射され、従って成分の加熱区域は加熱され接合あるいは分離さ
れる。なかでも成分と担体に関連して移動するレーザー線長形成レーザー光線を選択する
ことができる。一方この方法では、成分の加熱は通常前記のレーザー接合法でのものより
ゆっくりと行われ、必要とされるエネルギー密度の供給は問題を提出する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　かくしてこの発明の目的は、金属、合金、プラスチック、セラミック、および有機ある
いは無機物質を含む同一もしくは別の物質から作られた少なくとも２個の素子を接合ある
いは分離する目的で 適切な加熱を達成するために適切なエネルギー密度を供給するとい
う選択肢を提案することである。とりわけ少なくとも１個の対象がプラスチックで作られ

また接合領域が十分に明確にされ、平面で近接する対象の接合領域の区域で高品質の区
域接合を提案することがこの発明の目的である。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この発明に従って、この目的は請求項 特徴を持つ方法で対処される。この方法の更
なる有利な実施例が従属請求項に含まれる。更にこの目的は請求項 の特徴を持つ装置で
対処される。装置の更なる有利な実施例は関連するそれぞれの従属請求項で提案される。
【０００７】
　すなわち、前記の目的を達成するために、この発明では少なくとも２個の素子を加熱す
る方法と装置を（１）～（ ）の通りに構成する。
【０００８】

）２個の加工部材の隣接接触面が溶融し 続く加圧下での冷却の間に結合するよう
にレーザー光線を通す物質よりなるレーザー源に面する上部加工部材と レーザー光線を
吸収する物質よりなる第２の加工部材と、接触面の特定の加熱区域で加工部材を結合する
ようにレーザー源と結合される加工部材との間で配設されるレーザー不透過性物質よりな
るマスクと、適用されるレーザー光線の波長よりも大きい前記マスクの構造と、カーテン
状レーザー光線が形成されレーザー線が接触面で生じるように接触面に設定されるレーザ
ー源とを持ちまたレーザー光線としてマスクはお互いに関連して移動するプラスチックあ
るいはプラスチックと他の物質で作られた各種の加工部材を接合する一つの方法であって
、ここで加熱区域で高エネルギー密度を発生するために、少なくとも２個のダイオードレ
ーザーのレーザー光線が集束され 続いて異なったレーザーライン長がズーム光学装置に
より発生されることを特徴とする方法。
【０００９】
　（ ）マスクの表面に垂直に配設された第１レーザー光線が 第１レーザー光線に垂直
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に配設された少なくとも１個の第２レーザー光線により接合され そのような接合あるい
は混合が各２次レーザー光線 ビームスプリッターを経由して起こりまた発生レーザ
ー光線が加熱区域に向けられることを特徴とする（１ 載の方法。
【００１０】
　（ ）異なった波長あるいは同一波長の何れかのレーザー光線であるが異なった偏光が
使用されることを特徴とする（ ）記載の方法。
【００１１】
　（ ）いくつかのレーザー光線がレンズにより加熱区域に対しお互いに平行に焦点を合
わせられることを特徴とする（１ 載の方法。
【００１２】
　（ ）レーザー源と加工部材の間に配設された 射に不透過である物質から作られたマ
スクと、前記マスクから移動された構造と、前記構造を経由してマスクの下部に配設され
た加工部材の選択的加熱区域まで通過するレーザー 射と、照射により加熱されかくして
加工部材の接合あるいは分離に導くすべての加熱区域と、１個もしくはいくつかのレーザ
ー光線と加工部材の間で起こる相対運動とを持つレーザー光線による少なくとも２個の加
工部材の選択的加熱のための一つの装置であって、ここでレーザー光線を収束するレーザ
ー光線 装置の接触面で高エネルギー密度を発生する少なくとも２個のダイオードレー
ザーと、同じく異なったレーザーライン長を発生するための隣接ズーム光学装置と

を特徴とする装置。
【００１３】
　（ ）マスクの表面に垂直にレーザー光線を発生する第１ダイオードレーザーと、第１
レーザー光線に垂直に衝突するレーザー光線を発生する第１ダイオードレーザーに垂直な
少なくともも一つのダイオードレーザーと、ビームスプリッターと更にレーザー光線
装置と を特徴とする（ ）記載の装置。
【００１４】

）いくつかのダイオードレーザーがお互いに平行に配設され ま ーザー光線
装置同時にズーム光学装置として収束レンズが光線経路に配設され、前記収束レンズが

レーザー光線を接触面に焦点を集めることを特徴とする（ ）記載の装置。
【００１５】
　従って接合区域で高エネルギー密度を発生するために、少なくとも２個のダイオードレ
ーザーのレーザー光線が収束され、異なるレーザー線長がズーム光学配列装置により発生
する。これは例えばマスクへの距離を変更することができるように 射の方向に移動でき
るシリンダーレンズを含む。レーザー光線と成分の間の相対運動は 例えば可動偏向ミラ
ーによりレーザー光線を移動し、あるいは成分をｘ－ｙ表で動かすことで達成することが
できる。
【００１６】
　望ましい実施例に従って、マスクの表面に垂直に整列された第１レーザー光線が第１レ
ーザー光線に垂直に配列された第２レーザー光線により接合され、このような接合あるい
は混合が各レーザー光線に対するビームスプリッターを経由して起こり、また生成するレ
ーザー光線はマスクに指向される。この目的で明確に定義されたビームスプリッターが
１本のレーザー光線には高度に透過性であり、また第１レーザー光線に垂直に衝突する個
々の第２レーザー光線に対して高度に反射するものとして使用される。望ましくは、異な
った波長あるいは同一波長ではあるが異なった偏光のレーザー光線が使用される。この方
法とそれぞれの装置で２００－３００Ｗの性能のものを現在達成することができる。
【００１７】
　も一つの望ましい実施例に従って、いくつかのレーザー光線が レンズにより接合区域
に向けてお互いに平行して焦点を集める。この目的のために、レーザー源は お互いに（
約１ｍｍの間隔で）非常に近接して配設される。この密集した設計はまた、もし焦点の焦
点距離が十分に長ければ角度問題を限定することができる。この配置でもって、現在２０
０Ｗの出力を達成することができる。
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【００１８】
　この方法と装置は プラスチック板、成形部品あるいはホイルを一緒に、もしくは他の
物質、例えば金属、合金、プラスチック、セラミック、半導体物質、有機あるいは無機物
質に接合し、このような接合が短いサイクルで起こりまた高品質のものを提供することを
可能にし、また個別レーザーの出力が不十分であるにも拘らず適切なエネルギー密度を供
給するだけでなく 線長を変更できるようにすることで構造に対する損傷なしで 精巧に
構築された加工部材を望ましい区域で正確に面接合することを可能にする。このようにし
て高い可撓性が達成される。
【００１９】
【発明を実施するための最良の形態】
　この発明は実施例を添付の図面と併用することにより、より詳細に説明される。
【００２０】
　図１はレーザー光線２とマスク３によりある特定の接合区域６にのみ溶接されるプラス
チック基板４，５の平面溶接のための配置の例を示す。従って、この配置は部品（担体上
のＳＭＤ等）を接合あるいは分離するため設計改造することができる。この配置は、コリ
メーターレンズ１３´により直接平行とされた前記半導体レーザーから 射されるレーザ
ー 射と一直線に配置された第１レーザー源１´、例えば１個もしくはいくつかの半導体
レーザー（ダイオードレーザー）を含む。レーザー源１´は 光源カーテンの形でレーザ
ー光線２がマスク３の構造９の開口部を通じて２個のプラスチック基板４，５の間で接触
区域７の加熱区域６に垂直にもたらされるように配置される。その前に、レーザー光線２
´は レーザー光線２´にきわめて透過性であるビームスプリッター１０を通過する。第
１レーザー光線２´に関して垂直に配置されたレーザー源１″から、コリメーターレンズ
１３″により同じく平行にされた対応レーザー光線２″がビームスプリッター１０に推移
し、そこで光線はこのレーザー光線２″にきわめて反射的である反射面１１に衝突し、か
くしてそれを他のレーザー光線２´と合体してレーザー光線２を形成する。レーザー光線
２´の波長はレーザー光線２″の波長と異なる。も一つの選択肢として、レーザー光線２
´，２″の波長は同一の場合もあるが、偏光は異なる。いくつかのレーザー光線が エネ
ルギー密度を増すようにレーザー源１″に対して平行に配設される限りにおいて、前記レ
ーザー光線は 図２で図形で示されるようにビームスプリッター１０´－１０´″と連係
して配置されねばならない。波長あるいは偏光の条件がそれ相応に加わる。
【００２１】
　続いて、レーザー光線２はシリンダレンズ１２に衝突し 後者は異なったライン長を発
生するように 射の方向に移動することができる。レーザー線長は破線で示される。
【００２２】
　エネルギー的に有効なレーザー線８は 接触面７に放射される。この方法で必要なよう
に、プラスチック基板４は レーザー 射の透過を可能にするように構築され、一方プラ
スチック基板５は吸収性である。レーザー光線２は マスク３あるいはプラスチック基板
４，５に関して連続移動し、そのためレーザー光線８の直下による連続加熱区域６でプラ
スチック基板は融合状態を 冷却後に固化する。
【００２３】
　図３は お互いに平行に配置され、そのため発生するレーザー源１４´－１４´″が起
こるとしても いずれかの角度誤差を避けるようにお互いに密な近接体を持つよう配設さ
れたいくつかのレーザー源１４´－１４´″を含む実施例を図形で示す。レーザー源同
の間隔あけは約１ｍｍであったが それだけでなく角度誤差を避けるためには、使用され
るレーザー源の数は平行光線２´－２″´の最大厚みが約５ｍｍに限定される。平行光線
は収束レンズ１５´の使用により接触面７に向けて平行にされる。
【００２４】
　前記の必要とされる相対運動は プラスチック基板４，５あるいはレーザー光線２のい
ずれかを移動させることで起こすことができる。これは例えばシリンダレンズあるいは収
束レンズの前部の光線経路に移動できる。
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【００２５】
【発明の効果】
　図から見られるように、少なくとも２個のダイオードレーザー光線が収束され 異なる
レーザー線長がズーム光学装置により発生し、そのレーザー光線はレンズで接合区域にお
互いに平行して焦点を集め適切なエネルギー密度の出力により加工部材の接合区域で接合
あるいは分離を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　一つの実施例によりお互いに垂直に配設された２個のレーザー源の配置を示す
概略図
【図２】　第１レーザー源に垂直ないくつかの平行レーザー源の図１に基づく配置を示す
概略図
【図３】　平行半導体レーザーのレーザー源のも一つの設計を示す概略図
【符号の説明】
１　レーザー源、放射源
２　レーザー光線
３　マスク
４　加工部材、プラスチック基板
５　加工部材、プラスチック基板
６　加熱区域、接合区域
７　接触面、接触区域
８　レーザー線長
９　構造
１０　ビームスプリッター
１１　面、反射面
１２　ズーム光学装置、シリンダーレンズ
１３　コリメーターレンズ
１４　レーザー源
１５　収束レンズ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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